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Absztrakt:
Az Ojradmlesztéses forrasztds az elmult évtizedben Ujra az elektronikai szereléstechnologiai
kutatdsok fokuszaba keriilt az Olommentes forraszotvozetek ¢és az egyre csokkend
alkatrészméretekbdl felmeriild6 miiszaki kihivasok miatt. Az alkatrészek méretcsokkenésnek
tendenciaja a kozeljovoben is eldjelezhetd, ennek kdszonhetden a kotések geometridja,
valamint a szerelélemezen 1évé aramutak paraméterei is megvaltoznak, ami lokalis
aramsiiriség novekmény és esetleges elektromigracios jelenségek kialakuldsat okozhatja.
Tervemben - korabbi szimulacids alapkutatasbol kiindulva - a megndvelt aramsiiriiség
hatasanak vizsgalatat, a vizsgalati modszerek fejlesztését, tesztesetek kidolgozasat tliztem Ki
célul, kisméretti feliiletszerelt alkatrészek (SMD jumper ellenallasok) forrasztott kotéseiben
torténd vizsgalatban. Tesztdramkorok kisérleti meghajtasaval és analitikai vizsgalatok
alkalmazasaval az aram forraszkotésekre gyakorolt hatasa feltarhatova valik.
Absztrakt:
A vizsgalatok soran 0603 és 0402 méretkoda nulla Ohm ellenallassal rendelkezd jumper
ellendllas alkatrészekkel dolgoztam, melyeket daisy chain lancolatba kotve kiilonbozo
aramterheléseknek vetettem ala. A terhelést megadott 6raszamban 100, 200, 400, 660 ...
(késobb kiterjesztve 3000 oOraig) emelt ambiens hdmérsekletli kemencében kotdttem a
tesztaramkorokre. Az elsé abra a tesztlemezek rendszerezését mutatja, és egy alkalmazott
finomitast a struktirdn. Az alkatrészeken keletkez0 hdt hdelvezetd pasztaval és
keramialemezekkel vezettem el, igy elkeriilve a szereldlemez korai meghibasodasat.

Az igy keletkezd lancolatbol kiemelt probadramkoérok a megfeleld terhelés utdn hibaanalitikai

elemzés ala keriiltek.

WIRES FOR DAISY CHAIN FORMATION PCB SOLDERED SMD RESISTORS

ALUMINUM TRAY ALUMINA BOARD THERMAL GREASE LAYER
1. abra - Daisy Chain daramkér kiilonallé szerelolemezekbol
Az alkalmazott hibaanalitikai modszerek magukban foglaltak a keresztcsiszolat készitést, a
rontgenmikroszkopos elemzések véghezvitelét, valamint optikai vizsgalatokat a keresztcsiszolatokon €s

az aramkorokon.
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2. abra— Bal oldal: az alkatrészek rontgenes felvételeibél Kideriil, hogy a keletkez6 zarvanyok nem
valtoznak terhelés el6tt és utan, igy az elektromigracios anyagvandorlas kimutatiasa a jelenlegi
peremfeltételek és hordozotipus mellett nem lehetséges egyértelmiien. Jobb oldal: A
keresztcsiszolati vizsgalatok elektronmikroszkopos felvételei soran ra lehetett mutatni, hogy az
aramsiiriiség novekedése a mikrostruktirat a diffiiziés folyamatok mentén modosithatja, az
intermetallikus 6tvozetréteg megvastagodhat. Ez a jelenség egyes irodalmi adatokkal
osszhangban van, és eldjele lehet egy fokozottabb terhelés esetében inicializalodo
elektromigracionak is.

A munka soran az FR4 tipusu szerel6lemezek degradacidja komoly problémaként jelentkezett,
amely limitalja a kemencében eltoltott idot, limitalja az alkatrész (és forraszkotés) terhelési
lehetdségeit. Addiciondlis jelenségek megfigyelése (pl. alkatrész fémezés kovetkezetes
levalasa) uj hipotéziseket vetett fel, amit a jovOben vizsgalni sziikséges.

A munkam sordn el6készitettem a méréssorozat €s kisérletek tovabbi kiterjesztését, amelyhez
Uj hordozdtipusok prepardlasara van sziikség. A kisérletsorozathoz AIN, A1203, A1203 tipust
keramia hordozok terveinek eldkészitése megtortént, a hdvezetésiik fiiggvényében beallitott
kisérletek peremfeltételeinek meghatdrozéasa folyamatban van.

A Kkisérletsorozat folytatdsahoz esetleges nemzetkozi kozremiikddés is eldkésziileti fazisba
keriilt, ahol kerdmia tipusi hordozokban elhelyezhetd hdelvezeté elemek tjszeri
implementélasa is megfontolas targyat képezi.
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